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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 5月 23日 (2005.5.23)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 電 極 と 、 該 第 １ の 電 極 と 電 気 的 に 接 続 さ れ た ナ ノ チ ュ ー ブ と 、 ナ ノ チ ュ ー ブ を 埋
設 し た 半 導 体 層 と 、 該 半 導 体 層 と 電 気 的 に 接 続 さ れ 、 か つ 、 前 記 ナ ノ チ ュ ー ブ と 接 し て い
な い 第 ２ の 電 極 か ら 構 成 さ れ

こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
　 半 導 体 層 が 、 電 子 供 与 性 材 料 と 電 子 受 容 性 材 料 の 両 方 の 材 料 か ら 構 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 層 が ナ ノ チ ュ ー ブ に 対 し て シ ョ ッ ト キ ー 接 合 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る

記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
　 半 導 体 層 が 該 半 導 体 層 と シ ョ ッ ト キ ー 接 合 を 形 成 す る 材 料 を 介 し て ナ ノ チ ュ ー ブ と 接 し
て い る こ と を 特 徴 と す る 記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の 電 極 と 、 該 第 １ の 電 極 と 電 気 的 に 接 続 さ れ た 第 １ ナ ノ チ ュ ー ブ と 、 第 ２ の 電 極 と
、 該 第 ２ の 電 極 と 電 気 的 に 接 続 さ れ た 第 ２ ナ ノ チ ュ ー ブ と 、 前 記 第 １ ナ ノ チ ュ ー ブ お よ び
第 ２ ナ ノ チ ュ ー ブ を 埋 設 し た 半 導 体 層 と か ら な る 半 導 体 素 子 で あ っ て 、 前 記 第 １ ナ ノ チ ュ
ー ブ と 、 前 記 第 ２ ナ ノ チ ュ ー ブ と は 接 触 し て い な い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ６ 】
　 第 １ ナ ノ チ ュ ー ブ を 植 設 し 、 か つ 、 第 １ の 電 極 と 接 す る 第 １ の 支 持 層 、 又 は 、 第 ２ ナ ノ
チ ュ ー ブ を 植 設 し 、 か つ 、 第 ２ の 電 極 と 接 す る 第 ２ の 支 持 層 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る

記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ７ 】
　 半 導 体 層 が 、 電 子 供 与 性 材 料 と 電 子 受 容 性 材 料 の 両 方 の 材 料 か ら 構 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 記 載 の 半 導 体 素 子 。

、 前 記 ナ ノ チ ュ ー ブ は 第 １ の 電 極 と 接 す る ナ ノ チ ュ ー ブ の 支
持 層 に 植 設 さ れ て い る
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【 請 求 項 ８ 】
　 半 導 体 層 が ナ ノ チ ュ ー ブ に 対 し て シ ョ ッ ト キ ー 接 合 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る

記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ９ 】
　 半 導 体 層 が 該 半 導 体 層 と は シ ョ ッ ト キ ー 接 合 を 形 成 す る 材 料 を 介 し て ナ ノ チ ュ ー ブ と 接
し て い る こ と を 特 徴 と す る 記 載 の 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 に お い て ナ ノ チ ュ ー ブ が 電 気 泳
動 法 を 用 い て 電 極 又 は 支 持 層 に 植 設 さ れ る 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 前 記 半 導 体 素 子 の
製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 に お い て 半 導 体 層 が モ ノ マ ー か
ら の 重 合 に よ り 形 成 さ れ る 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 前 記 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 に お い て 半 導 体 層 が 微 粒 子 を 出
発 材 料 と し て 形 成 さ れ る 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 前 記 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
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